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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2019-40703(P2019-40703A)
【公開日】平成31年3月14日(2019.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-010
【出願番号】特願2017-160630(P2017-160630)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  11/01     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  43/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   11/01     ５０１Ｃ
   Ｈ０１Ｒ   11/01     ５０１Ａ
   Ｈ０１Ｒ   43/02     　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月25日(2020.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電粒子が絶縁性樹脂層に分散している導電粒子分散層を有する異方性導電フィルムで
あって、
　該絶縁性樹脂層が、光重合性樹脂組成物の層であり、
　導電粒子近傍の絶縁性樹脂層の表面が、隣接する導電粒子間の中央部における絶縁性樹
脂層の接平面に対して傾斜もしくは起伏を有する異方性導電フィルム。
【請求項２】
　前記傾斜では、導電粒子の周りの絶縁性樹脂層の表面が、前記接平面に対して欠けてお
り、前記起伏では、導電粒子の直上の絶縁性樹脂層の樹脂量が、前記導電粒子の直上の絶
縁性樹脂層の表面が該接平面にあるとしたときに比して少ない請求項１記載の異方性導電
フィルム。
【請求項３】
　前記接平面からの導電粒子の最深部の距離Ｌｂと、導電粒子の粒子径Ｄとの比（Ｌｂ/
Ｄ）が３０％以上１０５％以下である請求項１記載の異方性導電フィルム。
【請求項４】
　光重合性樹脂組成物が、光カチオン重合性樹脂組成物である請求項１～３のいずれかに
記載の異方性導電フィルム。
【請求項５】
　光重合性樹脂組成物が、光ラジカル重合性樹脂組成物である請求項１～３のいずれかに
記載の異方性導電フィルム。
【請求項６】
　絶縁性樹脂層から露出している導電粒子の周囲の絶縁性樹脂層の表面に傾斜もしくは起
伏が形成されている請求項１～５のいずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項７】
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　絶縁性樹脂層から露出することなく絶縁性樹脂層内に埋まっている導電粒子の直上の絶
縁性樹脂層の表面に傾斜もしくは起伏が形成されている請求項１～５のいずれかに記載の
異方性導電フィルム。
【請求項８】
　絶縁性樹脂層の層厚Ｌａと導電粒子の粒子径Ｄとの比（Ｌａ/Ｄ）が０．６～１０であ
る請求項１～７のいずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項９】
　導電粒子が互いに非接触で配置されている請求項１～８のいずれかに記載の異方性導電
フィルム。
【請求項１０】
　導電粒子の最近接粒子間距離が導電粒子径の０．５倍以上４倍以下である請求項１～９
のいずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項１１】
　絶縁性樹脂層の傾斜もしくは起伏が形成されている表面と反対側の表面に、第２の絶縁
性樹脂層が積層されている請求項１～１０のいずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項１２】
　絶縁性樹脂層の傾斜もしくは起伏が形成されている表面に、第２の絶縁性樹脂層が積層
されている請求項１～１０のいずれかに記載の異方性導電フィルム。
【請求項１３】
　第２の絶縁性樹脂層の最低溶融粘度が絶縁性樹脂層の最低溶融粘度よりも低い請求項１
１又は１２記載の異方性導電フィルム。
【請求項１４】
　導電粒子の粒子径のＣＶ値が２０％以下である請求項１～１３のいずれかに記載の異方
性導電フィルム。
【請求項１５】
　導電粒子が絶縁性樹脂層に分散している導電粒子分散層を形成する工程を有する、請求
項１記載の異方性導電フィルムの製造方法であって、
　導電粒子分散層を形成する工程が、導電粒子を光重合性樹脂組成物からなる絶縁性樹脂
層表面に分散した状態で保持させる工程と、絶縁性樹脂層表面に保持させた導電粒子を該
絶縁性樹脂層に押し込む工程を有し、
　導電粒子を絶縁性樹脂層表面に押し込む工程において、導電粒子近傍の絶縁性樹脂層表
面が、隣接する導電粒子間の中央部における絶縁性樹脂層の接平面に対して傾斜もしくは
起伏を有するように、導電粒子を押し込むときの絶縁性樹脂層の粘度、押込速度又は温度
を調整する異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項１６】
　導電粒子を絶縁性樹脂層に押し込む工程において、前記傾斜では、導電粒子の周りの絶
縁性樹脂層の表面が、前記接平面に対して欠けており、前記起伏では、導電粒子の直上の
絶縁性樹脂層の樹脂量が、前記導電粒子の直上の絶縁性樹脂層の表面が該接平面にあると
したときに比して少ない請求項１５記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項１７】
　前記接平面からの導電粒子の最深部の距離Ｌｂと、導電粒子径Ｄとの比（Ｌｂ/Ｄ）が
３０％以上１０５％以下である請求項１６記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項１８】
　光重合性樹脂組成物が、光カチオン重合性樹脂組成物である請求項１５～１７のいずれ
かに記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項１９】
　光重合性樹脂組成物が、光ラジカル重合性樹脂組成物である請求項１５～１７のいずれ
かに記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項２０】
　導電粒子径のＣＶ値が２０％以下である請求項１５～１９のいずれかに記載の異方性導
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電フィルムの製造方法。
【請求項２１】
　導電粒子を絶縁性樹脂層表面に保持させる工程において、絶縁性樹脂層の表面に導電粒
子を所定の配列で保持させ、
　導電粒子を該絶縁性樹脂層に押し込む工程において、導電粒子を平板又はローラーで絶
縁性樹脂層に押し込む請求項１５～２０のいずれかに記載の異方性導電フィルムの製造方
法。
【請求項２２】
　導電粒子を絶縁性樹脂層表面に保持させる工程において、転写型に導電粒子を充填し、
その導電粒子を絶縁性樹脂層に転写することにより絶縁性樹脂層の表面に導電粒子を所定
の配置で保持させる請求項１５～２１のいずれかに記載の異方性導電フィルムの製造方法
。
【請求項２３】
　請求項１～１４のいずれかに記載の異方性導電フィルムにより第１の電子部品と第２の
電子部品とが異方性導電接続されている接続構造体。
【請求項２４】
　請求項１～１４のいずれかに記載の異方性導電フィルムにより第１の電子部品と第２の
電子部品とを異方性導電接続する、接続構造体の製造方法。
【請求項２５】
　異方性導電接続を、光照射と圧着ツールにより行う請求項２４記載の接続構造体の製造
方法。
【請求項２６】
　第１の電子部品に対し、異方性導電フィルムを、その導電粒子分散層の傾斜又は起伏が
形成されている側又は形成されていない側から配置する異方性導電フィルム配置工程、
　異方性導電フィルムに対し光照射を行うことにより導電粒子分散層を光重合させる光照
射工程、及び
光重合した導電粒子分散層上に第２の電子部品を配置し、圧着ツールで第２の電子部品を
加圧することにより、第１の電子部品と第２の電子部品とを異方性導電接続する圧着工程
を有する、請求項２４又は２５記載の接続構造体の製造方法。
【請求項２７】
　配置工程において、第１の電子部品に対し、異方性導電フィルムをその導電粒子分散層
の傾斜又は起伏が形成されている側から配置する請求項２６記載の接続構造体の製造方法
。
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